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行业核心属性
存储芯片行业以其技术密集、资本密集、高度垄断、强
周期、供应链全球化五大属性，构成了半导体产业中最
具影响力和波动性的细分赛道。



技术与资本构筑壁垒，垄断与周期定义格局
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制程微缩、 3D堆叠、架构
优化是技术演进主线，持
续的研发投入是保持竞争

力的核心。

技术密集

02

晶圆厂建设、先进产线部
署需巨额资金投入，形成
难以逾越的头部竞争壁垒。

资本密集
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全球产能与核心技术长期
集中于少数国际巨头，市
场集中度位居半导体各细

分赛道前列。

高度垄断

04

行业周期波动显著，既受
终端需求影响，也受地缘
政治、产能投放节奏等多
重因素交织作用。

强周期性

05

产业链横跨全球，设计、
制造、封测等环节分布于
不同国家和地区，全球化
协作特征明显。

供应链全球化

五大人核心属性



技术迭代与巨额投入共同构筑行业护城河

技术演进主线
制程向更精密节点突破， 3D堆叠技术持续升级，存
储架构向高效能方向优化，是行业长期发展的技术驱

动力。
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巨额资本投入
建设一座先进的晶圆厂动辄需要上百亿美元，加上持
续的设备更新和研发投入，构成了极高的资金门槛。

难以逾越的壁垒
技术与资本的双重壁垒，使得新企业极难进入该领域，
保障了头部企业的长期竞争优势和行业利润。

3

技术与资本壁垒



市场规模爆发
在 AI浪潮的推动下，存储芯片市场正经历前所未有的
超级周期，规模与价格双双飙升，高带宽内存
（ HBM ）成为增长核心引擎。



AI需求引爆市场， 2026年行业产值预计突破五千亿美元

市场整体产值
预计 2026 年全球存储产业整体
产值将达到 5516亿美元，同比
增幅高达 134%，创下行业历史
最高增速。

DRAM市场
作为 AI 服务器核心部件， 2026
年 DRAM市场产值预计同比增长
144% 至 4043亿美元。

NAND闪存市场
2026 年 NAND 闪存市场产值预
计实现 112%的同比增长，达到
1473亿美元。

长期增长趋势
预计到 2035 年，全球存储芯片
市场规模有望攀升至 4297.8亿美
元，未来十年复合增长率将稳定
在 6%以上。

超级周期的爆发



高带宽内存成为本轮超级周期的核心驱动力

需求高速增长
2025 年 HBM需求增速高达

89%， 2026 年预计维持 67%
的高位，增速远超其他存储品类。

AI算力核心
AI大模型训练与推理对高带宽、
低延迟存储的需求持续提升，
HBM成为不可或缺的组件。

市场份额提升
预计到 2030 年， HBM在

DRAM市场中的份额将从目前的
个位数提升至 15-20%。

竞争焦点转移
头部企业已纷纷加大对 HBM技
术的研发与产能投入，行业竞争
焦点正加速向这一高端领域集中。

HBM：增长引擎



供需缺口推动存储芯片价格进入快速上涨通道

2026 年一季度 DRAM价格环比上涨 45%，二季度涨幅进一步扩大
至 52%，呈现加速上涨趋势。

DRAM价格走势
2026 年一季度 NAND 闪存价格环比涨幅突破 70%，创下近 10 年最
大单季度涨幅。

NAND价格走势

国际巨头产能向 HBM等高端产品倾斜，导致通用型产品产能收缩，
市场库存持续处于低位。

涨价核心逻辑
AI服务器等新兴领域需求爆发，而供给端调整缓慢，导致供需缺口持
续扩大，为价格持续上涨提供支撑。

供需持续失衡

量价齐升的特征



需求结构重构
AI算力需求爆发式增长，彻底重构了存储芯片的应用
结构，服务器超越消费电子成为第一大需求来源，同时
消费电子领域也呈现结构性机会。



AI服务器成为存储芯片需求的第一增长极

需求量级差异
单台 AI 服务器对 DRAM和
NAND的需求量分别达到普通
服务器的 8 倍和 3 倍，拉动效
应极为显著。

1

服务器需求占比
预计 2026 年服务器 DRAM需
求占全球 DRAM 总需求的比例
将达到 53%，正式超越消费电
子成为第一大需求来源。
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多元场景合力
除了 AI 服务器，数据中心、智
能汽车、工业互联网等新兴领
域的存储需求也持续扩张，共
同为行业长期发展提供强劲支
撑。
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AI重构应用结构



市场呈现“高端强、低端弱”的分化格局

智能手机、 PC等终端产品为顺应消费升级
趋势，纷纷提升存储配置规格，直接推动中
高端消费级存储需求增长。

存储配置升级
2026 年一季度，消费电子存储价格环比涨幅
超过 60%， NAND 闪存涨幅更是突破
70%。

价格显著上涨

低端机型面临存储成本上涨的压力，可能对入门级存储需求形成一定抑制，而高端机型存储升级趋势
明确。

市场分化加剧

消费电子新机遇



供给格局错配
国际巨头战略调整引发产能错配，叠加产能扩张的天然
约束，导致供需缺口持续扩大，为国产替代创造了历史
性机遇。



巨头“弃低追高”，导致中端市场供给短缺

巨头战略调整
三星、 SK 海力士、美光等巨头

将 70%以上先进产能转向
HBM、 DDR5等高附加值产品。

01

通用产能收缩
同步削减 DDR4等消费级产线，
导致 2026 年全球 DDR4产能同

比收缩 18%。

02

供需缺口扩大
高端产能扩张仍难匹配 AI领域爆
发式需求，而通用型产能收缩则
导致中端市场供给显著短缺。
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库存处于低位
当前 SK 海力士库存仅 4周，三
星、美光库存亦处历史低位，部
分终端厂商已面临供应紧张。

04

产能错配加剧短缺



产能建设的长周期为国产替代提供窗口期

01

产能建设周期长
存储芯片晶圆厂建设周期长达 1.5-2 年，设备安
装至满产还需 6-12 个月，产能响应存在明显时
滞。

02

新增产能滞后
预计 2026 年全球 DRAM、 NAND产能仅分别
增长 5%、 8%，远低于需求增速，供需缺口将
持续扩大。

03

国产替代机遇
在此背景下，国产存储企业加速突围，凭借政策
支持和市场需求，快速提升技术实力和产能规模，
成为全球供应的重要补充。

扩张约束与窗口



竞争格局演变
全球存储芯片市场长期呈现高度集中的格局，但 AI技
术的发展与国产替代的推进，正促使竞争焦点转移，垄
断格局出现松动。



竞争焦点转移，国产企业加速崛起

DRAM市场格局
三星、 SK 海力士、美光三大厂商合计份额
超过 93%，但竞争焦点已从传统产品转向
HBM等高端领域。
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NAND市场格局
三星、 SK 海力士、美光、铠侠、西部数据
五大厂商合计份额接近 95%，长江存储的
快速崛起正打破垄断。
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国产企业突破
长江存储全球 NAND 份额已达 9%，长鑫
存储成为全球第四大 DRAM厂商，国产替
代力量正在形成。
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垄断格局出现松动



中国企业在技术与产能上持续突破
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长江存储
作为国内 NAND 龙头，已实现 3D NAND规
模化量产， 2026 年目标冲击全球前三。

长鑫存储
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作为全球第四大 DRAM厂商，已量产
DDR4、 LPDDR4 并启动 DDR5 量产，工艺
突破 19nm。

兆易创新等

03

兆易创新、君正集团等企业持续发力，在特定
领域形成多元替代力量。

国产替代加速



区域格局转移
全球存储产业正经历第三次转移，向中国市场倾斜的趋
势日益明确。中国不仅是全球重要的生产基地，更是核
心消费市场。



中国在全球存储产业链中的地位日益提升

生产格局变化
2024 年全球存储芯片生产中，韩国以 45%
位居第一，中国以 24%位列第二，中国台湾、

日本、美国紧随其后。
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市场份额计算
按企业总部所在地计算，美国企业在市场份
额上居首位，呈现“生产集中、市场分散”的特

征。
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中国重要性提升
中国在生产制造环节的重要性持续提升，并
凭借庞大的内需市场，成为全球产业链不可

或缺的一环。
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产业向中国转移



中国既是全球生产基地，也是核心消费市场

出口增长强劲
2026 年一季度中国集成电路出口金额同比大幅增
长 72.9%，其中存储芯片出口占比达到 35%。 01

内需市场支撑
国内电子信息制造业强劲增长， 2026 年一季度增
加值同比增长 12.3%，为国产存储芯片提供了广
阔的市场空间。
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产业链生态完善
中国已形成涵盖设计、制造、封装测试、设备材料

的完整存储芯片产业链生态。
03

全球核心枢纽
未来 5-10 年，中国有望成为全球存储芯片产业的
核心枢纽，在生产规模、技术创新、市场需求等方
面发挥主导作用。
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中国市场双核心
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